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DICING SERVICE FUR WAFER UND KERAMIK

Materialien = Aluminiumoxid

= Aluminiumnitrid

=  PZT-Keramik

* Quarzglas

= Glas

= Silizium

= andere auf Anfrage

WafergroRen = max. 6"

Waferdicken = min. 200 ym (darunter auf Anfrage)
= max. 750 um

Sagegrabenbreite = Silizium: min. 75 ym
= andere: min. 100 um

Chipping =  Silizium: max. 10 um
= andere: max. 50 um

Folien = Standard: 150 um UV-Tape
= Blue Tape

Lieferformen = auf Tape/Frame
=  Waffle Pack

Anwendung » schnelles Prototyping

= Bearbeitung kleiner Stiickzahlen

Bemerkungen Der Sagegraben sollte frei von Metallisierungen sein. Bei
galvanischen Schichten mit einer Dicke von tber 1 um im
Sagegraben ist ein Trennen in 0. g. Qualitat nicht moglich.
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